2

[image: image1.png]MUHOBPHAYKH POCCHUA

DesiepasbHOe rocy1apcTBeHHOE G0 IKeTHOR
olpa3zoBaTenbHOE yupekIeHHe BbICLIEro 06pasoBanks
«TynbCKuil rocy1apCTBEHHBIN YHHBEPCHTET»

HieTuTyT BRICOKOTOUHBIX cucTeM kM. B.IL Ipszesa
Kadenpa «Pagnosnextponuka»

VTBepikeHo Ha 3acefaHuH Kadeapbi
«PaJno31eKTPOHUKa»
«18 »_snpaps 2023r., mpotokon Ne 6

H.o. 3aBenyroero kadeapoit

%‘?/ (Pl A.B. Opuunusxos

POHI OUEHOYHDBIX CPEACTB (OLEHOYHBIE MATEPHAJIbI) AJIs1
HPOBEAEHUS TEKYIIEIO KOHTPOJISI YCIIEBAEMOCTH U
IPOMEKY TOYHOM ATTECTALMU OBYYAIOIMXCSI O
JUCHUIIIAHE (MOAY.JIIO)

HOHPYRHIOPCRAS QOKYMEHMAUUA PAOUOINCKMPOHNON ARRAPEINYPbI»

ocioBHoil npodeccHonaNbHON 006pa3oBaTebHOIN NPOrpavMbi
BbICIIEro 06pa3oBaHusl — IPOrpaMMbl CNeNHATHTET

10 CIeLHanbHOCTH
11.05.01 Paouosnexkmponnsie cucmemul u KOMRAEKCH!

€ HanpaBJICHHOCTHIO (poduIem)
Paduonoxauuonnsie cucmemot u KOMReKcsl

®opma obyuenns: ounas

VienTrudukannonubii Homep oGpasoBatebHOM nporpammbi: 110501-02-23

Tyna 2023 rog




[image: image2.jpg]JIUCT COI''TACOBAHMUS
¢onga OLEHOYHBIX cPeACTB (OLEHOYHBIX MATEPHAJIOB)

Pa3zpaboTunk:

Qsuunnukos Anexcanop Bukmopoeuu, k.m.H., doyeHm ZQK/






1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине, установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины, а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения  представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Какие требования предъявляются к расположению электронных компонентов на печатной плате в случае использования автоматизированного монтажа?
2. Перечислите методы нанесения паяльной пасты на печатные платы.

3. Назовите основные этапы проектирования РЭС.
4. Перечислите основные виды работ, относящиеся к стадии эскизного проекта.
5. Перечислите основные виды работ, относящиеся к стадии технического проекта.
6. Перечислите основные виды работ, относящиеся к стадии технического предложения.

7. Перечислите САПР, реализующие основные этапы проектирования РЭС.

8. Укажите ключевые особенности САПР сквозного проектирования.

9. Перечислите основные виды проектирования, укажите, чем отличается восходящее проектирование от нисходящего.

10. Перечислите основные иерархические уровни проектирования РЭС. Укажите, какие виды работ соответствуют микроуровню.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. Рассчитайте конструктивные параметры круглой печатной катушки индуктивности L=10 мкГн реализуемой на материале FR-4-1.5мм-18мкм. 
2. Оцените ток срабатывания печатного предохранителя со следующими параметрами: толщина фольги 35 мкм, ширина предохранителя 0,3 мм, длина предохранителя 3 мм.
3. Оцените тепловыделение ключевого каскада на интеллектуальном ключе, на вход которого подается периодический цифровой с частотой 100 ГЦ и скважностью 2. Напряжение питания выходного каскада 12 В, мощность коммутируемой нагрузки – 50 Вт, сопротивление открытого канала 0,01 Ом.
4. Рассчитайте конструктивные параметры квадратной печатной катушки индуктивности L=12 мкГн реализуемой на материале FR-4-1.5мм-18мкм.

5. Рассчитайте параметры резонансного контура (резонансную частоту и добротность), реализованного на катушке индуктивности CM201212-R47KL (0.47мкГн, сопротивление потерь r=0.1 Ом, типоразмер 0805) и конденсаторе GRM2195C1H103JA01D (типоразмер 0805, 0.01uF +5% 50V).
6. Оцените индуктивность печатного проводника реализованного на стеклотекстолите FR-4-1.5-35 со следующими параметрами: длина l=10 см, ширина b=0.3 мм.

7. Оцените сопротивление печатного проводника реализованного на стеклотекстолите FR-4-1.5-35 со следующими параметрами: длина l=10 см, ширина b=0.3 мм.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Составьте типовую структуру технического задания (ТЗ).

2. Поясните правила составления перечней элементов и спецификаций. Назовите ПО используемое для разработки данных документов. 

3. Назовите электронные компоненты, имеющие следующие буквенные индексы на конструкторской документации L, R, VT, VS, T, XS, DA.
4. Укажите два основных направления нумерации элементов (компонентов) на схемах Э3. Каким образом выполняется перенумерация компонентов в САПР? Соответствуют ли направления нумерации компонентов в САПР российским ГОСТ?
5. Перечислите рекомендуемые масштабы для чертежей печатных плат. Какой САПР вы бы воспользовались для выполнения данной работы? Объясните свое решение.
6. Перечислите основные разделы спецификации. Какая информация приводится в каждом разделе. Какое ПО позволяет формировать спецификации на основе данных из САПР.
7.  Поясните отличие структурной схемы от функциональной.

8. Приведите примеры использования модульного принципа конструирования. Для каких типов изделий он наиболее актуален?
9. Приведите современные методы защиты металлических конструкций РЭА от воздействия влажности.

10. Назовите и объясните суть современных методов защиты РЭС от внешних и внутренних помех. В каких САПР и программных продуктах присутствуют утилиты или встроенные средства, позволяющие напрямую или косвенно оценить эффективность методов защиты от помех? 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)
1. Роль стандартизации в процессе разработки РЭА.
2. Из каких разделов состоит ТЗ на разработку РЭА?
3. Назовите основные этапы проектирования РЭС.
4. Назовите этап проектирования РЭА на котором выполняются НИР. 
5. Назовите этап проектирования РЭА на котором выполняются ОКР.
6. Перечислите основные виды работ, относящиеся к стадии технического предложения.

7. Чем определяются обратные связи в последовательности выполнения этапов разработки РЭА
8. Перечислите основные виды проектирования, укажите, чем отличается восходящее проектирование от нисходящего.
9. В чём заключается подготовка производства РЭА?
10. Перечислите основные иерархические уровни проектирования РЭС. Укажите, какие виды работ соответствуют макроуровню.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)
1. Перечислите основные виды работ, относящиеся к стадии эскизного проекта. 
2. Может ли редактироваться ТЗ в процессе разработки РЭА?
3. Какие конструкторские документы относятся к группе графических?
4. Какие конструкторские документы относятся к группе текстовых?
5. Поясните отличия структурной и функциональной схем.
6. Поясните отличия структурной и принципиальной схем.
7. Что определяют технические условия на электронную аппаратуру?
8. Какие сведения содержит перечень элементов?

9. Какие сведения содержит спецификация?

10. Приведите примеры документов относящихся в технологической документации.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)
1. Составьте типовую структуру технического задания (ТЗ).

2. Перечислите основные виды работ, относящиеся к стадии технического проекта. 

3. Назовите электронные компоненты, имеющие следующие буквенные индексы на конструкторской документации C, R, VD, VS, DD, XS, DA.

4. Укажите два основных направления нумерации элементов (компонентов) на схемах Э3 в соответствии с ГОСТ.

5. Перечислите рекомендуемые масштабы для чертежей печатных плат РЭА.

6. Перечислите основные разделы спецификации. Какая информация приводится в разделе «Документация»?
7.  Поясните отличие структурной схемы от функциональной.

8. Приведите примеры использования модульного принципа конструирования. Для каких типов изделий он наиболее актуален?

9. Какая информация содержится на сборочном чертеже печатного узда РЭА?
10. Какая информация содержится в операционной карте?
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Укажите, в каких случаях используется рентгеноконтроль печатных узлов.

2. Перечислите современные методы дефектоскопии печатных узлов.
3. Перечислите достоинства и недостатки технологий выводного и поверхностного монтажа электронных компонентов на печатные платы.
4. В чём заключается модульный принцип конструирования? Оказывает ли он влияние на технологичность изделия? Если да, то каким образом?
5. В чём заключается оптический контроль сборочных единиц, печатных узлов? Существуют ли варианты автоматизации данного процесса?

6. Какие требования предъявляются к расположению электронных компонентов на печатной плате в случае использования смешанного монтажа?

7. Поясните, что такое паяльная паста, перечислите основные методы нанесения паяльной пасты на печатные платы.

8. Укажите ключевые особенности САПР сквозного конструирования и проектирования РЭС. Приведите примеры известных вам систем.

9. Перечислите основные виды проектирования, укажите, в чём заключается смешанное проектирование.

10. Перечислите основные иерархические уровни проектирования РЭС. Укажите, какие виды работ соответствуют макроуровню.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. Определить падение напряжения на печатном проводнике длинной 10 см и шириной 0,1 мм, если по нему протекает ток 0,1 А. Параметры печатной платы: материал – FR-4, толщина платы - 1,5 мм, толщина фольги – 35 мкм, покрытие контактных площадок – HAL. Плата покрыта маской. Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м.
2. Определить индуктивность катушки образованной 20 витками медной проволоки диаметром 0,8 мм намотанной на стержень диаметром 5 мм. Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2/м.
3. Система состоит из 5 элементов. Собственные резонансные частоты элементов равны 10, 15, 25, 12, 14 Гц. Определить собственную частоту системы.

4. Вычислить теплосъем лучеиспусканием с плоской прямоугольной пластины размером 5*10*0,3 см, имеющей перегрев относительно температуры окружающей среды в 20 град. Теплосъем осуществляется со всех сторон пластины. Приведенная степень черноты пластины 0,92.

6. Определить резонансную частоту системы включающей в себя печатную плату с размерами 50 х 70 х 1.5 (мм х мм х мм), трансформатор с резонансной частотой 150 Гц и диодный мост с резонансной частотой 400 Гц.

7. Оцените тепловыделение ключевого каскада на интеллектуальном ключе, на вход которого подается периодический цифровой с частотой 80 ГЦ и скважностью 2. Напряжение питания выходного каскада 15 В, мощность коммутируемой нагрузки – 50 Вт, сопротивление открытого канала 0,01 Ом.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Нарисуйте типовой термопрофиль 5-и зонной конвекционной печи для пайки оплавлением, поясните назначение каждой из зон.

2. Перечислите материалы современных печатных плат, приведите области их применения и основные технические характеристики.
3. Укажите состав конструкторской технической документации. Какие документы относятся к текстовым, а какие к графическим. Приведите примеры САПР для разработки графических документов.
4. Объясните основные современные схемотехнические и конструкторские решения для защиты РЭА от помех.

5. Поясните, может ли корректироваться техническое задание в процессе разработки РЭС?

6. Объясните, что определяют технические условия на электронную аппаратуру.

7. Поясните назначение электрической схемы соединений.
8. Как на ваш взгляд изменяется коэффициент интеграции для различных поколений электронной аппаратуры? Что лежит в основе данных изменений?
9. Укажите особенности САПР сквозного проектирования.
10. Назовите основные отличия между функциональными и принципиальными схемами в случае использования больших интегральных схем.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)
1. Укажите, основные технологические операции, используемые при сборке и настройке РЭА (на примере). 

2. Перечислите минимальный состав РКД на изделие (на примере).
3. Поясните, что скрывает аббревиатура ЕСКД.
4. Поясните, что скрывает аббревиатура ЕСТД.?

5. В чём заключается отличие документов: ГОСТ и ТУ?
6. Какие методы используются для защиты РЭА от климатических факторов? Как они находят отражение в конструкторской документации?
7. Какие САПР используются при разработке конструкторской документации?

8. Какие документы из состава РКД относятся к текстовым, а какие к графическим?

9. Какие решения обеспечивают технологичность и ремонтопригодность РЭА?

10. Какие методы используются для защиты РЭА от механических факторов? Как они находят отражение в конструкторской документации?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)
1. В чём разница между функциональными и принципиальными схемами при использовании больших интегральных схем?

2. Как выглядит условное графическое обозначение RS-триггера? Изобразите его, поясните назначение выводов.

3. Нарисуйте схему мультивибратора с использованием многопроводной сигнальной шины. Поясните правила использования шин на схемах электрических принципиальных.

4. Поясните отличия схем Э1, Э2, Э3. Приведите примеры реализации данных схем на примере).

5. Какова тенденция изменения коэффициента интеграции для РЭА? Приведите примеры.

6. Нарисуйте условное графическое обозначение известных вам логических элементов. Поясните назначение выводов.

7. Какую информацию содержит таблица отверстий на чертежах печатных плат?

8. Что такое децимальный номер? Каковы принципы его формирования?

9. В каком масштабе могут быть выполнены чертежи печатных плат?

10. Чем отличаются РКД с литерами Э и О?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)
1. Как в РКД указать метод установки / пайки компонентов на печатную плату?
2. Какие допускаются минимальные зазоры между элементами печатного монтажа и ширина печатного проводника? Где величина этих зазоров указывается в РКД?
3. Какие документы, разработанные вами в процессе выполнения проекта, относятся к текстовым, а какие к графическим?
4. Чем отличается сборочный чертеж на печатный узел от сборочного чертежа на устройство?

5. Поясните, как радиационные факторы влияют на конструкционные материалы РЭС. В каком документе указаны материалы для изготовления РЭА?

6. Нарисуйте условное графическое обозначение полевого транзистора. Укажите назначение его выводов.
7. Назовите типовые решения для обеспечения заданного теплового режима РЭС.
8. Объясните, какие операции по прошивке / настройке / тестированию могут быть предусмотрены в технологическом процессе изготовления РЭА.

9. Поясните, что такое входной контроль, для каких материалов и компонентов он выполняется и какие преследует цели. В какой документации данная операция находит своё отражение
10. Как вы видите процесс автоматизации разработки конструкторской документации? Обоснуйте свою точку зрения.
